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IMPLEMENTACION DE
INTELIGENTES EN PROCESOS DE CONFORMADO

B W H IMPLEMENTACION DE CONTROLADORES INTELIGENTES EN
PROCESOS DE CONFORMADO

Mondragon Goi Eskola Pliteknikoa - Mondragén (GuiplUzcoa)

Los procesos de conformacion de piezas metéalicas, ampliamente extendidos dentro
del tejido empresarial del Pais Vasco, son procesos inestables debido a su dependencia
de una gran cantidad de variables. Asi, la industria dedicada al conformado de
metales, encuentra que la calidad final de las piezas fabricadas se ve influenciada
por dichas variables de proceso, las cudles ademas de presentar comportamientos
no lineales son interdependientes.

Aunque la problematica descrita anteriormente pueda hacer pensar que el control
de estos procesos de fabricacion necesita de sistemas de control complejos, la
realidad es que, a dia de hoy, el mejor sistema de control conocido ha sido, y es, el
operario humano. Las principales razones que hacen que los operarios humanos
hayan tenido mayor éxito que los controles automaticos es la intrinseca capacidad
del ser humano para razonar ante nuevas situaciones, aprender de ellas y, por lo
tanto, obtener la experiencia necesaria para dominar @mbitos tan complejos, como
es el caos de los procesos de conformado.

Por otro lado, en los Ultimos afios, y debido a la gran evolucién que en general los
procesos de fabricacion, y mas concretamente, los procesos de conformado, han
experimentado, se ha visto como los operarios humanos han tenido mas dificultades
para realizar un 6ptimo control de los citados procesos. Entre otras, las razones
principales de este nuevo escenario son 1) la fabricacién de piezas de mayor
complejidad, 2) realizadas en materiales que ofrecen menores capacidades para ser
conformados, 3) todo ello a mayores cadencias de produccion para poder competir
con los mercados emergentes y 4) en algunos casos, como el sector de la automocion,
teniendo que asegurar la 6ptima calidad de todas las piezas fabricadas.

MGER, dentro del consorcio ACTIMAT, viene desarrollando en los Gltimos afios sistemas
computacionales inteligentes capaces de complementar y dar soporte a los operarios
humanos de manera que la toma de decisiones a pie de maquina se realice de
manera mas eficaz y répida. A continuacién se presentan los resultados obtenidos
en las tres lineas de actuacion principales; 1) el desarrollo de sistemas mas eficientes
para la monitorizacion de los procesos de conformado, 2) el desarrollo de sistemas
de vision artificial de alto rendimiento para la evaluacion de la calidad de las piezas
conformadas y 3) el desarrollo de controladores inteligentes basados en técnicas
de inteligencia artificial capaces de dar soporte a los operarios ante la toma de
decisiones en tiempo real.

La implementacién conjunta de
los tres sistemas en procesos
de conformado industriales
hace que el defectivo externo
(piezas enviadas a cliente) sea
practicamente nulo y que tanto
el defectivo interno (piezas
defectuosas producidas durante
el proceso de fabricacion) como
los tiempos de parada de
maquina debidos a errores de
proceso se minimicen.

Force signal

Acoustic Emission signal

Figura 1: Senal de esfuerzos y de emisiones acusticas en un
proceso de corte en troquel.

1) MONITORIZACION DE LOS PROCESOS
DE CONFORMADO

La monitorizacién de los procesos de
conformado consiste en realizar una
evaluacién continua de su estabilidad con el
objetivo principal de detectar en tiempo real
comportamientos anémalos que puedan
desembocar en fallos catastroficos. Para
ello, son varias hoy en dia las técnicas
existentes aunque las que mejores resultados
ofrecen son la medicién conjunta de los
esfuerzos y las emisiones acusticas (ver
Figura 1).

El funcionamiento de los sistemas de
monitorizacion actualmente en el mercado
es el siguiente: después de que el operario
realiza la puesta a punto del proceso y verifica
tanto su correcto funcionamiento como la
optima calidad de las piezas conformadas,
el sistema realiza una fase de aprendizaje en
la que recoge las sefiales medidas en el
proceso. Dichas sefales son identificadas
como las generadas por un proceso estable
que da como resultado piezas con buena
calidad. Después de esto, el sistema marca
unos limites tanto superior como inferior que
diferencian un proceso estable de un proceso

Figura 2: Limites de estabilidad del proceso (a) y deteccion
de un fallo de proceso (b).

con anomalias (ver Figura 2a) y posterior-
mente ciclo a ciclo el sistema verifica que las
nuevas sefiales se encuentran dentro de
dichos limites. Ante una salida de las sefales
de los limites, el sistema para la instalacion
productiva (ver Figura 2b).

d

El equipo investigador de MGEP junto con la
empresa alemana Brankamp GMBH ha
realizado la instalacion de dos equipos de
monitorizacién en dos procesos de
conformado. A continuacién se presentan
los resultados obtenidos para un proceso de
corte en troquel progresivo. El proceso fue
sensorizado mediante la inclusion de un
sensor de esfuerzos en la biela de la prensa,

M

Figura 3: Posicién de los sensores de esfuerzos dentro
del troquel progresivo.

dos sensores de emisiones acUsticas
atornillados al troquel progresivo que
controlaban tanto el corte del material como
la retirada ascendente del carro y cinco
sensores de esfuerzos instalados en cada
una de las estaciones del troguel progresivo
(ver Figura 3).

Tras realizar una fase experimental en la que
se produjeron mas de medio millén de piezas,
el equipo investigador concluyd que el sistema
de monitorizacién es capaz de detectar los nue-
ve fallos de proceso reflejados en la Figura 4.

Al mismo tiempo se observo como el sistema
de monitorizacion no era capaz de detectar
otros fallos de proceso como 1) la excesiva
rebaba en el borde de la arista de corte
cuando las herramientas se desafilan, 2) las
micro roturas en punzones que dan como
resultado la generacién de rebabas de gran
tamafio localizadas en ciertas zonas
de las piezas (ver Figura 5) y 3) la
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Figura 4: Fallos de proceso detectados durante la fase
experimental.

Upper illuminations

Upper image

Lateral image

Figura 5: Disposicién de las camaras en el sistema de
visién artificial e imagenes tomadas por pieza.

perdida de tolerancias en las piezas debido
al desgaste de las herramientas.

2) INSPECCION POST-PROCESO DE
PIEZAS CONFORMADAS POR VISION
ARTIFICIAL

Como complemento al sistema de monitori-
zacion se ha desarrollado un sistema de
visién de alto rendimiento basado en una

arquitectura combinada, basada en cdmaras
inteligentes (cdmaras que integran FPGAs y
gue ejecutan parte del tratamiento de las
imagenes) y un PC para la parte final del
procesamiento de las iméagenes. El sistema
estd compuesto por dos camaras inteligentes
gue capturan dos imagenes de cada pieza,
una imagen superior y una imagen lateral
(ver Figura 5).

Como resultado de la captura de estas
imagenes el sistema de vision artificial es
capaz de medir las dimensiones principales
de las piezas (en la imagen superior) y detectar
la presencia de rebabas localizadas (en la
imagen lateral) a una cadencia aproximada
de 120 piezas por minuto ajustandose a la
cadencia de produccién. La Figura 6 muestra
la pantalla de comandos del sistema de vision
artificial donde se muestran los resultados
obtenidos tras la medicién de una pieza.

Tras realizar la fase experimental, el equipo
investigador concluyé que el sistema de vision
artificial es capaz de detectar los nueve
defectos de pieza reflejados en la Figura 7.

3) CONTROL DE PROCESOS DE CONFOR-
MADO MEDIANTE TECNICAS DE INTELI-
GENCIA ARTIFICIAL

Una vez que se obtuvo toda la informacién
referente tanto a la estabilidad del proceso
como a la calidad de las piezas fabricadas,
MGEP desarrollé un controlador inteligente
basado en técnicas de inteligencia artificial
capaz de, tras analizar la informacién
mencionada, determinar automaticamente
cual es el fallo en el proceso, cuéles son sus
causas y cuales son las acciones que se
deberian tomar para solucionarlo (Figura 8).

Figura 6: Resultados obtenidos con el sistema de vision
para la imagen superior y la imagen lateral.
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Figura 7: Defectos en las piezas detectados durante la
fase experimental.

El ntcleo del controlador inteligente desarro-
llado es un sistema experto basado en reglas,
capaz de implementar el conocimiento que
los operarios humanos tienen sobre el proceso
para su posterior utilizacién. De esta manera,
el sistema inteligente es capaz de relacionar
las sefales recibidas tanto del sistema de
monitorizacién como del sistema de visién
artificial con lo que realmente esta pasando
en el proceso y asi determinar, ante futuros
fallos de proceso, las soluciones 6ptimas
para los mismos.

A modo de ejemplo, la Figura S muestra la
regla implementada en el controlador
inteligente capaz de identificar que el fallo en
el proceso es la rotura de uno de los punzones
de corte.

La gran ventaja del sistema desarrollado es
la rapidez con la que el controlador identifica
el fallo e informa a los operarios humanos
de las acciones a realizar. De esta manera
se reduce el tiempo necesario para la
deteccion, identificacién y solucién del fallo
de proceso, aumentando los tiempos de
fabricacion.

Adimen

M A T E R |

4) DEMOSTRADOR INDUSTRIAL

Todos los desarrollos expuestos anteriormente
fueron implementados en una instalacion
industrial de corte en troquel progresivo,
donde se realizan piezas de pequefio tamafio
(ver Figura 10). Los resultados finales fueron
un porcentaje de defectivo externo
practicamente nulo, y una reduccion del
porcentaje de defectivo interno y del tiempo
de parada de maquina.

Figura 8: Arquitectura del sistema de control inteligente
desarrollado por MGEP.

: Channel number is 3 AND the value of the gradient is smaller
than 20 and the fault is an uppar fault.
THEN
Consequence: Dafect; There is a broken punch inside the too
Cause; Excessive wearing of the punches.

H cting the metal strip th
S A e e
If the punch broken length is short, replace the
broken punch

If the punch broken length is long, extract the coll
and replace the broken punch

Figura 9: Regla implementada en el controlador inteligente
para la identificacién de la rotura de los punzones de
corte.

Eraphical Use:
Interface -

Figura 10: Demostrador final aplicado a una instalacion
industrial de corte en troquel progresivo.

A

ENERO

dun
L A K

2008



I W B SENSORICA Y FOTONICA A PARTIR DE MATERIALES ELECTRO-
Y MAGNETO-ACTIVOS DISENADOS A MEDIDA

CIDETEC-IK4 - Centro de Tecnologias Electroquimicas

Las actividades que CIDETEC-IK4 desarrolla en el marco del proyecto estratégico de Mate-
riales Inteligentes ACTIMAT se centran en el desarrollo de tecnologias senséricas y fotonicas
en base a materiales poliméricos y magneto-poliméricos disefiados a la carta para tal efecto.
Las caracteristicas que todas estas tecnologias comparten se pueden resumir en la utilizacién
de materiales organicos e hibridos de altas prestaciones y el montaje de prototipos sobre
soportes plasticos dando lugar a una nueva generacién de dispositivos plasticos conocidos
como Organic Electronics (Electronica Organica).

Los componentes electronicos son integrados cada vez en mayor medida en aplicaciones don-
de las condiciones de operacion, flexibilidad, durabilidad y bajo coste son requerimientos im-
prescindibles. El sector de la automocion, la aeronautica o el transporte, en general, requie-
ren de dispositivos electronicos que permitan transmitir, 0 monitorizar sefiales en elementos
que tradicionalmente eran inaccesibles (motor, transmision, rodamientos, ruedas). Asimismo,
las necesidades generadas por el gran auge que han experimentado las telecomunicaciones:
dispositivos cada vez mas pequefios, mas ligeros, mas flexibles o integrados en prendas, en
elementos decorativos 0 en componentes, hacen que sea imprescindible crear generaciones
de componentes electrénicos y/o sensoricos de bajo coste, como los que CIDETECIK4 esta
desarrollando dentro de este proyecto ACTIMAT.

La ventaja competitiva que esto supone permitira llevar estas tecnologias a fabricantes de
producto final, ofreciendo una solucion integral para la fabricacién de electronica impresa de
bajo coste. No se pretende reemplazar sistemas de fabricacion tradicionales sino potenciar
las ventajas de los materiales innovadores, y de la tecnologia de impresion sobre sustratos
flexibles. Como resultado, se espera obtener toda una serie de nuevos productos, capaces
de satisfacer las necesidades de electronica de bajo coste planteadas por el sector de la
electronica y sus diversas aplicaciones.

Sensores de presion

CIDETEC-K4, conjuntamente con IKERLAN-IK4, ha desarrollado una tecnologia propia en la
que partiendo del disefio adecuado de polimeros conductores intrinsecos, y su impresion me-
diante tecnologias de serigrafia, permite obtener sensores de presién cuantitativos espacialmente
distribuidos. Esta tecnologia es altamente novedosa dado que estd basada en materiales poli-
meéricos, y permite generar dispositivos da bajo coste. Se trata de una tecnologia sencilla y
competitiva que facilita la adaptacion de los sensores sobre superficies grandes y de formas
variadas. su aplicabilidad se extiende a sectores tan variados como automocién, elevacion,
textil, electrodomeésticos o salud. Se han construido ya diversos prototipos de productos con-
cretos para los sectores de automaocion, textil y elevacion, que demuestran la viabilidad de
la tecnologia (Figura 1).

Esta tecnologia fue patentada mediante una patente PCT “SENSORES DE PRESION
DISTRIBUIDOS BASADOS EN LAMINAS PLASTICAS FLEXIBLES RECUBIERTAS DE POLI
(ALQUIL-DIOXI-TIOFENQS)". La patente ha pasado ya a fase nacional y en la anualidad
2007 ha sido priorizada en Japén, Estados Unidos, y Europa (JP10075258,
US12013853 y EPO68078500, respectivamente).

Indicadores termocrémicos

El termocromismo se define como la propiedad que
presentan algunas sustancias de cambiar de color, de
forma reversible o irreversible, debido a cambios en la
temperatura. Esta propiedad puede ser aprovechada
para aplicaciones muy diversas, como la fabricacion de
termometros o de termoindicadores (en forma de
etiquetas) que alertan de un calentamiento excesivo de
aparatos de uso cotidiano o industrial, evitando que el

Figura 1. a) Prototipo de sensor desarrollado para el sector de usuario pueda sufrir quemaduras. Ademas, es una de
elevacion. b] Prototipo de sensor desarrollado para el sector texti.  las tecnologias utilizadas en el desarrollo de ventanas

1%=C
Figura 2. Prototipo de etiqueta termocrémica desarrollada
en CIDETEC-IK4

inteligentes de tipo pasivo, que se oscurecen
con la temperatura disminuyendo el paso de luz
y calor. Por aotro lado, sectores industriales como
el del juguete, las pinturas, el textil o el de la au-
tomocién, han incluido sustancias termocromi-
cas en sus productos con el fin de proporcionar
efectos estéticos. En vista de las numerosas po-
sibilidades que ofrece esta tecnologia, en CIDETEC-
IK4 se ha comenzado a trabajar con este tipo
de materiales y se estan desarrollando etiquetas
inteligentes para su utilizacién en el sector vinico-
la. En este sentido, se pretende fabricar etiquetas
termocrémicas para ser incluidas en botellas de
vino (Fig 2), de modo que muestren la tempera-
tura Gptima para su consumo, en funcién de si
se trata de un vino tinto, rosado o blanco.

Por otro lado, se estan desarrollando termoin-
dicadores de seguridad para su incorporacion
en pequefios electrodomeésticos que alerten so-
bre la peligrosidad en su manipulacién, asi como
en embalajes inteligentes que permitan garantizar
la cadena de frio en sustancias refrigeradas cri-
ticas.

Dispositivos electrocromicos

Los dispositivos electrocrémicos se fabrican a
partir de un material activo con comportamiento
electrocromico capaz de cambiar entre un estado
transparente y otro coloreado mediante la aplica-
cion de un campo eléctrico, lo que permite que
dichos dispositivos sean capaces de filtrar tanto
la luminosidad como la radiacién solar. Esta pro-
piedad se aprovecha para aplicar dichos dispositi-
vos en ventanas inteligentes o filtros solares don-
de es necesario filtrar tanto la luz como la radia-
cion solar.

Desde CIDETECIK4 se trabaja de manera inten-
sa en el campo del electrocromismo, abarcando
desde la sintesis de materiales orgénicos con
propiedades electrocromicas, hasta la prepara-
cion de prototipos finales utilizando sustratos
plasticos. A continuacién se muestra un ejemplo
de prototipo electrocromico desarrollado en
CIDETECGIK4 a partir de una tecnologia polimérica
propia (PCT200800258).

Dentro del proyecto ACTIMAT, se
continda trabajando en la linea de
electrocromismo con el objetivo de,
por un lado, ampliar la gama de
coloraciones de los dispositivos
electrocromicos, y por otro, abordar
con éxito la fabricacion y escalado
de prototipos finales. Estos prototi-
pos finales darén lugar a produc-

tos que seran utilizados en ventanas ~ Estado transparente

inteligentes dentro del sector de
automocion y residencial, filtros
solares y del NIR adecuados para
su utilizacién en campos tan diversos
como oftalmologia o telecomunica-
ciones, paneles informativos flexibles
y elementos decorativos.

Materiales magnetopoliméricos
Otro de los campos en que CIDETEC-

IK4 esta trabajando es el campo ~ Estado coloreado

de los materiales magnetopolimé-

ricos. En los Ultimos afios los nanocomposites
magnéticos constituidos por nanoparticulas em-
bebidas en una matriz amorfa se han mostrado
como unos excelentes materiales magnéticos
blandos que pueden ser utilizados en transforma-
dores y en dispositivos inductivos. Los componen-
tes inductivos son muy usados en dispositivos
tan diferentes como radares, satélites, sistemas
de telecomunicaciones o radios. Los materiales
magnéticos que componen los equipos electroni-
cos han sido un problema a la hora de miniaturizar
dichos equipos. Por este motivo se estan desa-
rrollando nanocomposites de nueva generacion
que permitan su utilizacién en dispositivos de
alta frecuencia de cara a miniaturizar los equipos.
Ademas, la utilizacion de materiales de escala
nanométrica en los nanocomposites le otorgara
a este tipo de componentes unas propiedades
Gnicas y diferentes a las de los materiales
convencionales.

En paralelo, CIDETEC-IK4 esta trabajando den-
tro de los materiales magnetopoliméricos en
otro campo como es el de los materiales absor-
bentes de microondas. Los actuales materiales
absorbentes de microondas tienen varias des-
ventajas como el ser pesados y poco duraderos.
Para solucionar estos problemas se han desarro-
llado nanocomposites con nanoparticulas mag-
néticas embebidas en un medio no magnético.
Una de las propiedades mas importantes de
estos nanocomposites, aparte de la absorcion
de microondas, es la ligereza que presentan,
que permite superar uno de los mayores proble-
mas que presentaban los materiales

de absorcién de microondas conven-

cionales.l ENERO 2009
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Antecedentes

Durante los Gltimos afios, cientificos e investigadores han cen-
trado su atencion en el area de los textiles inteligentes con funciones
eléctricas debido al gran patencial para desarrollar prendas que
pudieran sentir, reaccionar y ajustarse de una forma controlada
a condiciones o estimulos medioambientales. Hoy en dia, la ejecucion
de estas funciones se realiza mediante dispositivos y circuiteria
electronica integrada en el propio sustrato textil de forma muy
compleja y sofisticada, lo cual requiere condiciones de procesado
diferentes. Un factor crucial para una amplia aceptacion vy,
consecuentemente para el éxito comercial de estos textiles
inteligentes, es que garanticen el confort del usuario, siendo
flexibles, ligeros, altamente funcionales a un precio razonable y
practicas para el uso cotidiano (mantenimiento, seguridad del
usuario...).

Debido a estas razones, la necesidad de rutas alternativas para
fabricar textiles eléctricos exige un desarrollo sustancial con relacion
a tecnologias de cables flexibles para interconectar los dispositi-
vos eléctricos. Los materiales poliméricos poseen propiedades
muy atractivas para poder conseguirlo: de bajo coste, facil y sencilla
produccion, son ampliamente utilizados en la industria textil y

: ofrecen posibilidades
para superar algunas
de las limitaciones de
las fibras basadas en
metales.

La cantidad de biblio-
grafia disponible da a
entender los esfuerzos
en materia de desarrollo de fibras de polimeros conductores que
estan realizando con vistas a su empleo en los textiles inteligentes.

Figura 1. Interconexiones bordadas para teclados
textiles, modulos electrénicos flexibles y ojales.

Produccion de Mono-filamentos Poliméricos

Dentro de las actividades llevadas a cabo en ACTIMAT,
GAIKER IK-4 en colaboracion con la Universidade do Minho
UM (Portugal), ha estudiado la posibilidad de desarrollar
monailamentos poliméricos con propiedades conductoras.
Para ello se ha utilizado una réplica de un equipo de
estirado-bobinado, tipicamente usado en la industria textil.

Estrusas sl

Figura 2. Esquema de la linea de trabajo utilizada para la creacion
de mono-filamentos

Este dispositivo posee tres zonas de estirado (pre-estirado,
estirado y estabilizacion) cada una de ellas compuesta
por seis bobinas. La velocidad de estas tres zonas puede
ser controlada de forma independiente o sincronizada.
Dependiendo de la temperatura de fusién de la matriz
polimeérica con la que se trabaje, es posible afiadir a la
linea de trabajo bafios de aire 6 agua antes de cada zona
para facilitar el estiramiento del material. Los monofilamen-
tos creados se recogen en una Ultima zona de bobinado
sincronizada con el set de estabilizacion.

Para la creacién de los mono-filamentos se utilizé como
matriz polimérica polipropileno PP (ampliamente usado
en la industria textil) junto con diferentes concentraciones

ACTIVIDADES

de aditivos eléctricamente conductores (negro de
humo, fibras y nanotubos de carbono).

Figura 4. Muestras de mono- Figura 5. Imagen obteni-

filamentos obtenidos con a) da mediante SEM (am-

fibras de carbono y b] negro  pliacion x300) del corte

de humo transversal del mono-
filamento mostrado en
la Figura 4(a)

El factor critico, en este paso, es el grado de incor-
poracion del aditivo, de forma que el trabajo realizado
esta inducido por la necesidad de encontrar un
equilibrio entre la facilidad de procesamiento y los
requisitos eléctricos deseados.

Las diferentes composiciones, fueron previamente
preparadas en un mezclador para, a continuacion,
procesarlas en una extrusora modular doble husillo
co-rotatoria con objeto de optimizar la dispersion de
los aditivos en la matriz polimérica.
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Figura 3. Esquema de la linea de trabajo extrusion-
granceado

Posteriormente, las composiciones ya granceadas
fueron procesadas en la linea de estirado en una
proporcion de estirado 1:10:10. Los monofilamen-
tos obtenidos fueron caracterizados mecanica,
morfolégica, y eléctricamente para estudiar el
efecto de la concentracion y del tipo de aditivo
sobre la conductividad eléctrica.

Hoy en dia, GAIKER-IK4 apuesta por el desarrollo
de composites y nanocomposites de materiales
que puedan transformarse y generar monofila-
mentos de grado textil. Es porque ello que, con
objeto de continuar el trabajo desarrollado en la
Universidade do Minho, se adquiriré a lo largo del
presente afio, un equipo para produccién de mono-
filamentos a escala de laboratorio.

Figura 6. Equipo a escala
de laboratorio para la produccion de monofilamentos.

Debido al gran desarrollo de la Nanotecnologia du-
rante los ltimos afios, GAIKER -IK4, estudia la
posibilidad de desarrollar mono-filamentos con
matrices poliméricas, tanto polares como no-pola-
res, junto con diferentes tipos de nano-aditivos
para dotar al monofilamento de distintas funcionali-
dades: actividad antimicrobiana, absorcion de UV,
apantallamiento electromagnético, propiedades
antiestaticas, conductividad eléctrica... entre otras.

PUBLICACIONES numn

“Shape memory alloys for biomedical applications”,
T. Yoneyama (Nihon University) and S. Mayazaki (University
of Tsukuba]. Shape memory alloys are suitable for a wide
range of biomedical applications, such as dentistry, bone
repair and cardiovascular stents. Shape memory alloys
for biomedical applications provides a comprehensive
review of the use of shape memory alloys in these and
other areas of medicine.

Shape memory
alloys for biomedical
applications

Part one discusses fundamental issues with chapters on
such topics as mechanical properties, fabrication of
materials, the shape memory effect, superelasticity,
surface modification and biocompatibility. Part two covers
applications of shape memory alloys in areas such as
stents and orthodontic devices as well as other applications
in the medical and dental fields. More information:
http://www.woodheadpublishing.com

“Nanoethics: The Ethical and Social Implications of
Nanotechnology”, Fritz Allhoff, Patrick Lin, James Moor,
John Weckert. Nanotechnology will eventually impact
every area of our world. Nanoethics seeks to examine
the potential risks and rewards of applications of
nanotechnology. This up-to-date anthology gives the reader
an introduction to and basic foundation in nanotechnology
and nanoethics, and then delves into near-, mid-, and far-
term issues.

This resource is designed to promoate further investigations
and a broad and balanced dialogue in nanoethics, dealing
with critical issues that will affect the industry as well as
society. While this will be a definitive reference for students,
scientists in academia and industry, policymakers, and
regulators, it's also a valuable resource for anyone who
wants to understand the challenges, principles, and
potential of nanotechnology.

CONGRESOS munm

25 - 29 Enero 2009. 22nd IEEE International Conference on Micro Electro
Mechanical Systems, Sorrento (Italia). Mas informacion: www.mems2009.org

29 -30 Enero 2009. International Conference on Functional Materials for
Advanced Technology, Chennay (India). Mas informacion: www.velammal.org

22 - 27 Febrero 2009. SPIE Advanced Lithography 2009, San José (EEUU). Mas
informacion: spie.org

9 - 12 Marzo 2009. NanoSpain2009, Zaragoza (Espafa). Mas informacion:
www. hanospainconf.org

10 - 12 Marzo 2009. 5th annual Smart Fabrics 2009, Roma (ltalia). Mas
informacion: www.smartfabricsconference.com

PUBLICACIONES Y

26 -27 Marzo 2009. Metromeet 2009 5th International Conference on Industrial
Dimensional Metrology, Bilbao (Vizcaya). Mas informacién: metromeet.org ENERO 2009
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EEN PARTI(?IPACIf)N DEL GRUPO DE MAGNETISMO Y MATERIALES
MAGNETICOS (UPV/EHU) EN INTERNACIONAL CONFERENCE ON ACTIVE/
SMART MATERIALS (INDIA).

La International Conference on Active/Smart
Materials (http://www.tce.edu/icasm/), que
LC T T ha tenido lugar del 7-9 de Enero en Madurai

(India), ha contado con tres invitados internacio-

m smaft "est ftll' Iﬂdla“ nales pertenecientes en este momento al Grupo

Sﬂldlers mn |'||g|'| a“lllldes de Magnetismo y Materiales Magnéticos (GMMIM)
de la UPV/EHU, uno de los socios de ACTIMAT.
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El congreso, organizado por el Dr. M. Mahendran
del Thiagarajar College of Engineering (Madurai)
reunié a cerca de 200 investigadores, fundamen-
talmente asidticos y mayoritariamente indios.
La lista de invitados, era extensa e incluia, ade-
mas de la India, un gran nimero de paises como
USA, Japon, Finlandia,
Ucrania, Alemania,
Suiza, Singapur,
Australia y Espafia.
Como se ha comentado
entre ellos estaban los
Doctores Vladimir
Chernenko, Manu
Barandiaran y Jorge
Feuchtwanger del
GMMM.

El Profesor Barandiaran
fue ademas invitado a
participar en la ceremo-
nia inaugural, encargan-
dose de la entrega oficial
del libro de abstracts a
los miembros de la mesa, momento que recoge la resefia aparecida en el periodico
"The Hindu".

= = PROYECTO “SMART SAFETY”: PRODUCTOS Y PROCESOS INTELIGENTES
CON SEGURIDAD INTRINSECA

Creado en el marco del Plan de Ciencia, Tecnologia
' e Innovacion 2010, el programa Etorgai apoya
el desarrollo de iniciativas empresariales
estratégicas surgidas a partir del liderazgo

empresarial y basadas en el aprovechamiento de las capacidades cientifico-tecnolégicas
de Euskadi a través de la cooperacion estable mediante consorcios.

El recientemente aprobado proyecto Etorgai “Smart Safety”, con un presupuesto total
alrededor de los BM (2009-2010), tiene por objetivo principal desarrollar nuevos
productos y procesos inteligentes que incrementen la seguridad a través de funcionalidades
intrinsecas al propio material o desde el control inteligente del proceso de fabricacion.

Dicho consorcio, liderado por ULMA C. y E. S. Coop., cuenta con la participacion de
empresas provenientes de diversos sectores: ULMA (construccion), MAIER S.COOP.

Adlmen

M A T E R

(automocion), AMPO S. COOP (industrial), Bobinados Zarel (industrial), ADIM LIFT [|ndu5tr|a|],
Cegasa-Solac (servicios-asistencial), e Incoesa Trafodis S.A. (eléctrico).

La ejecucion de actividades cuenta con el apoyo y el respaldo en conocimiento de materiales/procesos
inteligentes provenientes del proyecto ETORTEK “Materiales inteligentes, sensores y actuadores
aplicados a estructuras y procesos inteligentes — ACTIMAT”; y se realizara a través de subcontrataciones
de varios miembros de ACTIMAT como son GAIKER, CIDETEC, MTC, e IKERLAN.

Se contard ademas con la participacion de OSALAN como organismo de orientacion y apoyo en los
desarrollos de nuevos productos hacia la seguridad.

Este proyecto permitiré a las distintas empresas, desarrollar nuevos productos que les permitiran
posicionarse de un modo mas competitivo en cada uno de sus mercados respectivos.

W W =W “SAFEPROTEX - HIGH PROTECTIVE CLOTHING FOR COMPLEX EMERGENCY
OPERATIONS”

El Centro Tecnolégico GAIKER-IK4, participa en el proyecto europeo “SAFEPROTEX- High protective
clothing for complex emergency operations”, aprobado recientemente en el 72 Programa Marco.

El objetivo del proyecto es el desarrollo de
uniformes de proteccién para equipos de
rescate que deban enfrentarse diariamente
a multiples peligros de distinta naturaleza
(temperaturas extremas, contaminacion micro-
biana, productos quimicos abrasivos, radiacion
UV, electricidad estética...).

Este proyecto, liderado por la empresa griega
CLOTEFI S.A., tendra una duracion de 42
meses y cuenta con un presupuesto total
cercano a 5 millones de euros, de los cuales
cerca de 4 millones de euros seran financiados
por la Comunidad Europea. El grupo de
investigacion se completa con cuatro entidades
de Espafia, Republica Checa, Bélgica, Grecia (4), Italia (2), Francia (2), Reino Unido, Finlandia, Suecia
y Eslovaquia.

En concreto, y debido a su dilatada experiencia en la investigacién y desarrollo de nanocomposites
termoplasticos, GAIKER - IK4, sera responsable del despliegue de objetivos, plazos y actividades
planteadas para todos los socios participantes en la tarea “Development of novel additives and
modified polymers”.

[ W ¥ PROYECTO: “PLASTIC ELECTRONICS APLICADO AL SECTOR DEL JUGUETE".

CIDETEC-IK4 participa en el Proyecto recientemente concedido "Plastic electronics aplicado al sector
del juguete", dentro de la convocatoria de Apoyo a Centros Tecnolégicos (Proyectos Consorciados
2008), y promovido por el consorcio CIDETEC-AIJU-CETEMMSA. El Proyecto, que tiene una duracién
total de 3 afios (2008-2010), pretende impulsar un sector tradicional como es el juguetero mediante
la integracién de la tecnologia conocida como plastic electronics (dispositivos totalmente plasticos
basados en electronica organica), lo que aportara innovacion, valor afiadido y competitividad.
Los dispositivos “plastic electronics” a desarrollar en el Proyecto se pueden agrupar en:

¢ Interruptores tactiles flexibles.
¢ Dispositivos electroopticos (electrocromicos, cristal liquido y electroluminiscentes).

¢ Circuitos electronicos flexibles plasticos. B
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